
客户简介

 我想要测试OLED显示模组的驱动IC与柔性电路板（FPC）在点胶之后的压合
（bonding工艺）中，压合是否良好，并最终将仪器集成于ART（Auto Resistance Tester)中，

由于许多位置无法通过视觉检测设备进行检测，是否有可替代的电气测量方案？

使用电阻计RM3545测试FPC与驱动IC间的电阻，判断导通状态。
若压合状态不良（存在裂纹或气隙），则电阻会高于良品。

通过电阻计RM3545-02搭配Z3003多通道扫描模块，单台仪器最多可
实现两线42通道或四线20通道的连续快速测试。在产线上使用时，设置判定阈值后，
可准确筛选出良品/不良品。通过与上位机进行通讯，可实现测试数值及判定
结果的实时上传，便于上位机将测试结果与部件ID、测试台信息等数据一同绑定
打包后发送给PLC，实现单个被测物信息的高可追溯性。

某元器件行业集成商客户，坐落于合肥，是一家专业研发自动化设备及智能设备的企业，是国内最早从
事显示行业设备国产化的公司之一，已有20余年行业积累，主要产品为自动化、视觉检测、贴合工艺设
备等，客户涵盖诸多一线面板厂。

显示模组中的驱动IC与FPC热压状态测试
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一个OLED显示模组通常有数十个测试点位，为配合产线的快节奏，
是否能在两秒内完成单个被测物所有点位的电阻测量？
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实测回顾

接线方式
使用连接器D-SUB50针插口将测试治具与Z3003多通道扫描模块连接。并将仪器通过RS-232C通讯
接口实现设备与上位机的通讯功能，即可将测试值在上位机中实时显示并记录。

如有更高精度、更高分辨率的电阻测量需求，推荐使用RM3545的升级产品RM3545A。
测量时间以及精度的典型值请参照相应的产品样本说明。

*测试治具可自制（参考右图中制作示例）或根据需求定制，详情请联系日置。

RM3545

Z3003

上位机

测试治具 测试治具的制作示例

将测试线的输出端与公插
接口对应通道进行焊接即可
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电阻计RM3545
电阻计RM3545的基本精度为0.006%，最小分辨率
0.01μΩ    ，最大测量电流1A，可测范围0.00μΩ(测
试电流1A)~1200MΩ，支持高速自动化判别，单通
道从测量开始到判断输出最快2.2ms。

多路转接器单元Z3003
多路转接器单元Z3003(仅限RM3545-02或
RM3545A-2可搭载) 为可进行多点测量和可综合判
断的多路转接器。Z3003的切换时间为30ms/通道，
总扫描时间为（切换时间+含延迟时间的测量时间）
×通道数       。

1

2

1
2



驱动IC

柔性电路板
（FPC）

被测物 的结构示意图  

根据被测物的结构，可使用四端子测试法      进行测试。下图为传统2端子测试法和4端子测试法的原理
和区别。

四端子测试法的原理为通过两个端子施加恒定电流（source），另两个端子用于测试电压变化（sense），以此排除线阻对测
试值的影响，大大提高测量微小电阻时的精度。

*可以使用PC端软件【Rm3545App】直接控制测试并保存数据，相关软件可在【日置官网-技术支持-软件下载】中免费下载。
亦可以使用sequence maker等调试软件向仪器发送指令。

*该测试界面仅作为示例展示，非客户端真实测试数据

测试结果

随机选取3件样品，每件样品分别测试3个点位。通过设置良品的电阻值范围以实现被测物合格与否的
快速判定，观察上位机中得到的测试数据。 

通过电阻计RM3545-02搭配Z3003多通道扫描模块，能够在短时间内快速进行多点位电阻的扫描测
试，并帮助客户快速判断被测物是否合格，同时解决了客户被测物的部分位置中视觉检测设备
无法测试的痛点，提高了产线测试的整体效率以及良品率。通过分析导电颗粒数量与电阻值的
相关性，还可通过电测手段在一定程度上替代视觉检测设备，以帮助客户进行降本。
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Bonding检测工艺
为确认FPC与驱动IC之间的导通是否良好，行业内通常会采取光学手段进行分析。通过视觉检测设备检查每根金手指上破裂
的导电颗粒数量是否符合标准。但是由于部分电路板接合处透光度较低，为光学检测带来了一定困难。故需要辅以电气测量
手段协助判断。根据破裂的导电颗粒数量与电阻值的相关性，测试相应点位的电阻即可分析出Bonding状态。通过电测手段替
代成本高昂的视觉检测设备，在提高检测准确性的同时，实现了降本。

案例衍生

Bonding的原理
bonding指的是在电路板边缘的镀金柱（俗称“金手指”，参照下图）与驱动IC之间涂布导电胶后进行压合。导电胶中含有若干

3-5μm的导电颗粒，经过热压后，导电颗粒受挤压导致破裂，导电材料流出，使两者之间形成导电通路。
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